
Lösungsweg
Mittels Aramis GOM wird die Verfor-
mung des Prüfkörpers aufgezeich-
net. Anhand der Verschiebung der 
beiden Substrate zueinander kann 
die kritische Bruchenergie berech-
net werden. Ein Vorteil dieser Me-
thode ist es, dass die Bruchenergie 
nicht von der Verfolgung der Riss-
spitze im Klebstoff abhängt und da-
her die Auswertung erheblich ver-
einfacht.

Ausgangslage
In vielen Bereichen der Industrie, be-
sonders in der Automobilindustrie 
ist die Klebetechnik aufgrund der 
Vielzahl an Vorteilen zur Schlüssel-
technologie geworden. Die Klebever-
bindungen bieten den Vorteil, dass 
sie die Struktur, im Falle eines Crashs, 
dabei unterstützen, mehr Energie zu 
absorbieren, als dies bei herkömmli-
chen Schraub- und Nietverbindungen 
der Fall ist. Um das Versagen- und 
Bruchverhalten des Klebstoffes, z. B. 
beim Crash zu optimieren, sind fun-
dierte Kenntnisse über das Verhalten 
der Bruchmechanik von Klebstoffen 
erforderlich. Hierbei spielt unter an-
derem die Auswertung der kritischen 
Bruchenergie des Klebstoffes im Prüf-
labor eine zentrale Rolle.

Ziele des Projektes
Da das Bruchverhalten des Klebstof-
fes abhängig von der Belastungsrich-
tung ist, kann grundsätzlich zwischen 
zwei verschiedenen Versagensarten 
unterschieden werden:  
• Mode I, Versagen unter Normal- 
 spannung (Double Cantilever 
 Beam – DCB-Prüfkörper) 
• Mode II, Versagen unter Schub- 
 belastung (End Notched Flexure – 
 ENF-Prüfkörper)
Diese Messwerte werden typischer-
weise in der Automobilindustrie für 
die Simulation von Klebverbindungen 
in Crash-Tests verwendet.

Ermittlung des Bruchverhaltens von 
Klebstoffen - Mode I und Mode II

Prüfung und Auswertung von DCB- und 
ENF-Prüfkörpern
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